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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Технология – это наука, которая изучает основные закономерности, 

действующие в процессе производства, и использует их для получения 

изделий требуемого качества, заданного количества и номенклатуры при 

минимальных материальных, энергетических и трудовых затратах. 

Технология (от греческого techne – умение, мастерство, logos – наука) – это 

наука о мастерстве. 

П р е д м е т  д и с ц и п л и н ы  – технология сборки, монтажа, настройки и 

регулировки электронных средств, а также программно-управляемое 

оборудование и средства автоматизации технологических процессов. 

Ц е л ь  п р е п о д а в а н и я  д и с ц и п л и н ы  – изучение технологических 

систем производства, включая методы проектирования и управления 

оптимальными технологическими процессами с применением 

микропроцессоров и микроконтроллеров, обеспечивающих 

интенсификацию и эффективность производства, высокое качество 

изготавливаемой продукции, изучение средств автоматизации, в том числе 

гибких производственных систем, методов моделирования, оптимизации, 

анализа и синтеза технологических систем производства. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать физико-

технологические основы процессов сборки и монтажа, контроля, 

регулировки модулей и блоков электронных средств, методику их 

компьютерного проектирования и оптимизации, принципы построения и 

управления технологическим системами производства в условиях гибких 

автоматизированных производств, уметь разрабатывать и внедрять новые 

технологические процессы автоматизированного производства с 

использованием промышленных роботов и микропроцессорных систем, 

уметь проектировать технологические планировки  участков с применением 

микропроцессорных систем управления. 

Учебник обобщает достижения современной отечественной и 

зарубежной технологии и состоит из 16 глав, в которых описываются 

технологические системы производства электронных средств, принципы их 

проектирования, оценки точности и надежности, моделирования и 

оптимизации. 

С позиции конструктивно-технологического анализа дана оценка 

поколений электронных средств и технологичности конструкций 

электронных модулей. Подробно рассмотрены вопросы проектирования 

производственных процессов, анализа производственных погрешностей 

изделий и оценки технологической точности их изготовления, основы 
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функционирования технологических систем и методика их моделирования. 

Уделено внимание вопросам технологического мониторинга, 

моделирования систем массового обслуживания и статистического 

моделирования сборочных процессов. 

Значительное место уделено физико-технологическим основам 

процессов и оборудованию для производства коммутационных плат, 

намоточных изделий, сборки и монтажа блоков, контроля, регулировки, 

тренировки и герметизации аппаратуры. Систематизированы технологии 

электрических и механических соединений при сборке электронной 

модулей, групповой пайки, внутри- и межблочного монтажа, методы и 

средства технической диагностики, применяемое технологическое и 

контрольно-испытательное оборудование. 

Большое внимание уделено вопросам автоматизации производства, 

гибким производственным системам, автоматизированным системам 

управления и проектирования технологических процессов, автоматическим 

линиям, автоматизированным комплексам и гибким производственным 

модулям в производстве электронных средств. 

Изложение материала основано на опыте преподавания авторами 

дисциплины «Технология радиоэлектронных средств» в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники в течение 

30 лет на кафедре «Электронная техника и технология». 

Авторы считают своим приятным долгом выразить признательность 

рецензентам: зав. кафедрой конструирования и производства приборов 

Белорусского национального университета, доктору техн. наук, профессору 

М.Г. Киселеву и члену-корреспонденту Национальной академии наук 

Республики Беларусь, доктору техн. наук, профессору  Ф.И. Пантелеенко. 

Все отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 220013, 

Минск, ул. П. Бровки 6, БГУИР, кафедра "Электронной техники и 

технологии". 

Авторы 
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